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【手続補正書】
【提出日】平成28年2月8日(2016.2.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷ヘッドのトランデューサをダイアフラムに取り付ける方法であって、
　印刷ヘッドのトランデューサのスラブにダイアフラムを接着剤で接着するステップと、
　前記トランデューサのスラブおよび前記ダイアフラムを、前記接着剤の硬化温度まで加
熱するステップと、
　前記硬化温度にて前記ダイアフラムを前記スラブに押し付けて、組立体を形成するステ
ップと、
　前記ダイアフラムを前記スラブに押し付けた後、前記スラブをダイシングして前記スラ
ブを印刷ヘッドのトランスデューサのアレイへ分離するステップと、を含み、
　前記印刷ヘッドのトランスデューサのアレイが本体空洞のアレイと位置合せされて、前
記印刷ヘッドのトランスデューサのアレイが前記ダイアフラムに取り付けられる、方法。
【請求項２】
　ダイシング完了後、前記組立体を検査するステップをさらに含む請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
　検査後に、前記組立体の位置合わせ状態を測定するステップをさらに含む、請求項２に
記載の方法。
【請求項４】
　押し付けるステップには、結合させた後でダイシングする前に、前記スラブ及び前記ダ
イアフラムを硬化させることが含まれる、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ダイアフラムが、空洞を形成する半エッチング線を有し、前記スラブをダイシング
するステップには、ダイシングブレードが切削する深さを前記空洞以内の深さに対応する
深さに設定することが含まれる、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記スラブをダイシングするステップには、ダイシングブレードが切削する深さを、前
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記スラブを貫通して切削後に、前記ダイアフラムの前記上端が削られる深さに設定するこ
とが含まれる、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記スラブの外縁を超える部分において、前記ダイアフラムは最小限の材料で構成され
ている、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記スラブの外側において前記ダイアフラムの擦り傷を埋めるステップをさらに含む、
請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記スラブが、上端導電層を有し、前記スラブをダイシングするステップには、ダイシ
ングブレードが切削する深さを、前記スラブの前記導電層を切削するが、前記スラブの下
端面まで切削しない深さに設定することが含まれる、請求項１に記載の方法。
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